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薄型プラスチックBGA基板

フリップチップパッケージ用基板 (DLL® *4)

光導波路付き
光モジュール

ヒートスプレッダー

- 開発中 -

Co-Packaged Optics用光導波路付き基板

概要

構造

コンセプト

• 半導体パッケージ用基板技術をベースにした、光導波路付き高密度光伝送用基板
• ポリマー光導波路はシングルモードに対応

シングルモードポリマー光導波路

ﾋﾟｯﾁ：250μm

断面写真光導波路拡大写真

光導波路

ｸﾗｯﾄﾞ

ｸﾗｯﾄﾞ

ｺｱ幅： 6 μｍ

*1   OE : Optical-Electrical

*2 EIC : Electronic IC

*3 PIC : Photonic IC
*4 DLL : Direct Laser & Lamination / DLLは新光電気工業㈱の登録商標です。

光トランシーバー 光ファイバー

コネクタ
ポリマー導波路

PIC *3EIC *2

OE 変換器（ボード上）

OE *1 変換器（パッケージ上）

ヒートスプレッダー

• 新光電気は低消費電力で高速・大容量データ通信を可能とするCo-Packaged Optics (CPO) 技術を開
発しています。

xPU

14GHz
NRZ

Year

2025

2023

2030

56GHz
PAM4

• CPO1：半導体パッケージ端に光インターフェイス（光電変換デバイス）を配置
• CPO2：銅配線とシングルモードポリマー光導波路を同一基板上に配置

CPO1

CPO2

CPO1 CPO2
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